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Abstract (en)
[origin: DE19530512C1] Electrical layered contact element produced by applying a first layer (2) made of Ag-contg. material on a base metal (1) and
then electrolytically applying, to this, a second layer (3) made of Au(alloy), and diffusing the second layer into the first by heat treating. The first layer
(2) is electrolytically produced as a Ag-metal oxide layer contg. 2-12 wt.% metal oxide and 20-70 mu m layer thickness. Also claimed are: (i) a semi-
finished prod. for layered contact elements, in which the base metal is in the form of a weldable wire (1) provided with contact layers (2,3,4); and (ii)
prodn. of the layered contact element.

Abstract (de)
Auf einem Basismetall, vorzugsweise in Form einer Drahtes, werden galvanisch eine erste Schicht (2) aus einem Silber-Metalloxid in einer Dicke von
20 bis 70 µm, danach eine zweite Schicht (3) aus Gold oder einer Goldlegierung in einer Dicke von 1 bis 3 µm und schließlich eine dritte Schicht (4)
aus Rhodium oder Ruthenium in einer Schichtdicke von weniger als 1 µm erzeugt. Durch eine Wärmebehandlung bei einer Temperatur zwischen
300° und 900° C wird die Goldlegierung teilweise in die Silber-Metalloxid-Schicht hineindiffundiert. Auf diese Weise erhält man eine niederohmige
und abbrandfeste Kontaktbeschichtung, vorzugsweise für die Anwendung in Schwachstromrelais. <IMAGE>
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